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Abstract of DE1 0007981 

A mask (1 1) is placed over the polyamide group resin board (10) by leaving space corresponding to the 
size of the predetermined circuit pattern. A conductive substance (14) is sprayed thermally and a circuit 
pattern (15) is formed on the board. 
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Prufungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt 

(3) Gespruhtes Schaltungsmuster und Verfahren zu dessen Herstellung 

(§) Um sine gespruhte Schaltung mit einern vorbestimm- 
ten Muster herzustellen, wird zuerst ein aus Polyamidharz 
bestehendes Substrat bereitgestellt. Dann wird eine Mas- 
ks mit Sffnungen mit derselben Form wig das vorbe- 
slimmte Muster auf dem Substrat angeordnet. Daraufhin 
wird leittahiges Material auf das maskierte Substrat auf- 
gespruht, um die gespruhte Schaltung auszubilden. Wei- 
terhin wird Isoliermaterial auf das Substrat aufgespruht, 
auf welchem die gespruhte Schaltung ausgebildet wurde, 
um eine Isolierschicht auszubilden. 
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Beschreibung 

Die vorliegende Erfindung betrifft ein gespriihtes Schal- 
tungsmuster, durcb welches eia leitfahiger Abschnitt auf ei- 
nem isolierenden Substrat durch thermisches Spriihen einer 
leitfahigen Substanz ausgebildet wird, sowie ein entspre- 
chendes HercteUungsverfahren. 

Ein verwandtes Verfahren zur Herstellung eines gespriih- 
ten Schaltungs musters arbeitet mit einem Isoliersubstrat, 
das durch eine Metallplatte, eine Keramikplatte oder eine 
Harzplatte gebildet wird, die jeweils mit einem Keramikfilm 
beschichtet isL Das Isoliersubstrat, das durch die Metall- 
platte oder die Keramikplatte gebildet wird, die mil dem Ke- 
ramikfilm beschichtet ist, weist eine hervorragende Haftfa- 
higkeit des gespriihten Films auf. Allerdings bestehtbei dem 
voranstehend erwahnten Isoliersubstrat die Schwierigkeit, 
daB die Ausformbarkeit nicht zufriedenstellend ist, und eine 
Gewichtsverringerung schwierig ist. Andererseits weist das 
die Harzplatte umfassende Isoliersubstrat eine hervorra- 
gende Formbarkeit auf, und kann leicht eine Gewichtsver- 
ringerung des Isoliersubstrats erreicht werden. Bei dem vor- 
anstehend erwahnten Isoliersubstrat tritt allerdings eine un- 
zureichende Haftfahigkeit des aufgespriihten Films im Falle 
eines iiblichen Harzes auf, etwa ABS (Acrylonitril-Buta- 
dien-Styrol- Copolymer) oder FP (Polypropylen). Daher 
muB bei dem verwandten Verfahren eine vorbereitende Be- 
handlung der Oberflache erfolgen, urn die Haftung des auf- 
gespriihten Films an dem Isoliersubstrat zu verbessern. 

Ein verwandtes Verfahren zur Herstellung eines gespriih- 
ten Schaltungsmusters, mit welchern die Vorbereitung der 
Oberflache vorgenommen wird, wurde in der japanischen 
Patentveroffentlichung Nr. 3-59913A beschrieben, und ist in 
den Fig. 6 und 7 dargestellt Dieses Herstellungsverfahren 
wird nunmehr beschrieben, Wie aus Fig, 6 hervorgeht, wird 
ein Haftmittel 2 dazu eingesetzt, ein vorbestimmtes Schal- 
tungsmuster 2a auf einem Isoliersubstrat 1 mittels Durch- 
funning eines Druckvorgangs auszubilden. Ein Haftverstar- 
ker 3 (in Fig. 7 gezeigt) wird auf die Oberflache des Schal- 
tungsmusters 2a aufgespruht, das aus dem Haftmittel 2 be- 
steht, und dann wird das aus dem Haftmittel 2 bestehende 
Schaltungsmuster 2a ausgehartet. Nachdem die voranste- 
hend geschildert Vorbereitung der Oberflache beendet ist, 
wird eine Sprtiheinrichtung 4 betatigt, urn leitfahiges Mate- 
rial 5 auf die Oberflache des Isoliersubstrats 1 zu spruhen, 
wie dies in Fig. 7 gezeigt ist Daher kann das aufgesprUhte, 
leitfahige Metall 5 fest nur an dem Schaltungsmuster 2a an- 
il aften, das aus dem Haftmittel 2 besteht. Daher wird ein 
vorbestimmtes, leitendes Muster 6 ausgebildet. Die Oberfla- 
chenvorbereitung kann so durchgefuhrt werden, daB ein 
Mittei in Form einer leitfahigen Platte als Ersatz fur das 
Haftmittel 2 eingesetzt wird Als Alternative fur den Haft- 
verstarker 3 kann ein Metallfuller verwendet werden. 

Obwohl das verwandte Verfahren zur Herstellung eines 
aufgespriihten Schaltungsmusters, bei welchern die Harz- 
platte als das isolierende Substrat dient, zu einer hervorra- 
genden Ausformbarkeit und Gewichtsverringerung des Iso- 
liersubstrats fiihrt, muB die komplizierte Vorbereitung der 
Oberflache durchgefuhrt werden. 

In Bezug auf die Losung des voranstehend geschilderten 
Problems besteht ein Vorteil der vorliegenden Erfindung in 
der Bereitstellung eines Verfahrens zur Herstellung eines 
gespriihten Schaltungsmusters, mit welchern die Formbar- 
keit eines Isoliersubstrats verbessert werden kann, und des- 
sen Gewichtsverringerung einfach erreicht werden kann, 
und welches das Ausschalten einer Oberflachenvorberei- 
tung ermoglicht, sowie in der Bereitstellung eines entspre- 
chenden gespriihten Schaltungsmusters. 

Um die voranstehend geschilderten Vorteile zu erreichen 
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wird gem&B der vorliegenden Erfindung ein Verfahren zur 
Herstellung einer gespriihten Schaltung zur Verfugung ge- 
stellt, welche ein vorbestimmtes leitfahiges Muster auf- 
weist, mit folgenden Schritten: 
5 Bereitstellung eines Isoliersubstrats, das aus Polyamidharz 
besteht; 

Anordnung einer Maske, die Offnungen mit derselben Form 
wie ein vorbestimmtes Muster auf weist, auf dem Isoliersub- 
strat; 

10 Aufsprtihen von leitffchigem Material auf das maskierte 
Substrat zur Ausbildung des leitfahigen Musters. 

Das Verfahren ist so ausgebildet, da!3 das Polyamidharz- 
Substrat als das Isoliersubstrat dient. Daher wird mit dem 
Verfahren eine hervorragende Formbarkeit und Gewichts- 

15 verringerung erzielt. Da bei dem Polyamidharz-Substrat 
eine hervorragende Haftung des aufgespriihten Films statt- 
findet, erm6glicht das direkte Sprilhen der leitfahigen Sub- 
stanz auf das Polyamidharz-Substrat, daB der leitfahige Ab- 
schnitt als leitfahiger Film ausgebildet wird. Das gespruhte 

20 Schaltungsmuster kann daher ohne eine komplizierte Ober- 
flachenvorbereitung des Isoliersubstrats hergestellt werden. 

Das Herstellungsverfahren kann den weiteren Schritt um- 
fassen, Isoliermaterial auf das Isoliersubstrat zu spruhen, auf 
welchern das leitfahige Muster ausgebildet wurde, um einen 

25 isolierenden Abschnitt auszubilden. 

Bei dem Verfahren kann ein isolierender Abschnitt, der 
durch einen isolierenden Film gebildet wird, dadurch ausge- 
bildet werden, daB das isolierende Material von einer Posi- 
tion oberhalb des Schaltungsmusters, das durch leitfahigen 

30 Film gebildet wird, aus gesprtlht wird, da bei dem Polyamid- 
harz-Substrat eine hervorragende Haftung des aufgespriih- 
ten Films vorhanden ist Sowohl der leitfahige Abschnitt als 
auch der isolierende Abschnitt der Schaltung konnen daher 
durch Spruhen ausgebildet werden, was den Herstellungs- 

35 vorgang vereinfacht 

Bei dem Herstellungsverfahren konnen der Schritt des 
Spriihens des leitfahigen Materials und der Schritt des Sprii- 
hens des isolierenden Materials zumindest zweimal in Be- 
zug auf denselben Abschnitt des isolierenden Substrats wie- 

40 derholt werden, so daB eine larninierte Schaltung ausgebil- 
det wird. 

GemaB der vorliegenden Erfindung wird eine gespruhte 
Schaltung zur VerfUgung gestellt, welche aufweist: 
Ein aus Polyamid bestehendes, isolierendes Substrat; und 

45 einen leitfahigen Abschnitt, der ein vorbestimmtes Muster 
aufweist, und durch direktes Aufsprtihen von leitfahigem 
Material auf das Isoliersubstrat hergestellt wird. 

Da das gesprUhte Schaltungsmuster das Isoliersubstrat 
aufweist, das durch das Polyamidharz-Substrat gebildet 

50 wird, kann die Ausformbarkeit des Isoliersubstrats verbes- 
sert werden, und eine Gewichtsverringerung des Substrats 
erreicht werden. Da bei dem Polyamidharz-Substrat ein her- 
vorragendes Anhaften des aufgespriihten Films stattfindet, 
kann die Oberflachenvorbereitung weggelassen werden, 

55 Die gespruhte Schaltung kann dariiber hinaus eine isolie- 
rende Schicht aufweisen, die durch SprUhen von Isolierma- 
terial ausgebildet wird, um so das Isoliersubstrat und den 
darauf vorgesehenen, leitfahigen Abschnitt abzudecken. 
Zus&tzlich zu der Auswirkung, die gemflfl Patentanspruch 

60 4 der Erfindung erzielbar ist, kann bei dem gespriihten 
Schaltungsmuster ein isolierender Abschnitt, der durch ei- 
nen isolierenden Him gebildet wird, dadurch ausgebildet 
werden, dalS die isolierende Substanz von einer Position 
oberhalb des leitfahigen Abschnitts, der durch den leitfahi- 

65 gen Film gebildet wird, aus aufgespruht wird, da bei dem 
Polyarriidharz-Substrat eine hervorragende Haftung des auf- 
gespriihten Films vorhanden ist. Sowohl der leitfahige Ab- 
schnitt als auch der isolierende Abschnitt konnen daher 
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durch Spriihen hergestellt werden. Auf diese Weise kann der 
Herstellungsvorgang vereinfacht werden. 

Bei der gespriihten Schaltung werden der leitfahige Ab- 
schnitt und der isolierende Abschnitt wiederbolt zumindest 
zweimal auf demselben Abschnitt des isolierenden Substrats 5 
laminiert, so daB eine Laminierte Schaltung ausgebildet 
wird. 

Nachstehend wird unter Bezugnahme auf die beigefugten 
Zeichnungen eine Ausfuhrungsform der vorliegenden Erfin- 
dung beschrieben. Es zeigt: 10 

Fig. 1A eine Querschnittsansicht einer Ausfuhrungsform 
der vorliegenden Erfindung in einem Zustand, in welchem 
ein leitfahiges Substrat von einer Spriiheinrichtung bespriiht 
wird; 

Fig. IB eine vergroBerte Querschnittsansicht eines Polya- 15 
midharz-Substrates von Fig, 1 A; 

Fig. 1C eine vergrtiBerte Querschnittsansicht eines Zu- 
stands, in welchem ein aufgespriihter Film auf dem Polya- 
midharz-Substrat von Fig. 1A ausgebildet wird; 

Fig. 2 eine Querschnittsansicht eines Zustands gemaB der 20 
Ausfuhrungsforrn der vorliegenden Erfindung, in welchem 
eine isolierende Substanz von der Sprimeiririchtung aufge- 
spriiht wird; 

Fig. 3 eine Querschnittsansicht eines Zustands gemaB der 
Ausfflhrungsforrn der vorliegenden Erfindung, in welchem 25 
die leitfahige Substanz durch die Spriiheinrichtung aufge- 
sprtlht wird, um einen leitfahigen Abschnitt einer zweiten 
Schicht auszubilden; 

Fig. 4 ein Diagramm mit einer Angabe des Haftvermo- 
gens eines Kupferfilms, der zwischen einern Harzsubstrat 30 
aus Polyamid (PA) und einem Harzsubstrat aus Polypropy- 
len (PP) aufgespriiht wurde; 

Fig. 5 ein Diagramm mit einer Darstellung der Dicke ver- 
schiedener Arten von Filmen; 

Fig. 6 eine Perspektivansicht eines verwandten Verfah- 35 
rens zur Herstellung eines aufgespriihten Schaltungsmu- 
sters; und 

Fig. 7 eine Perspektivansicht des verwandten Verfahrens 
zur Herstellung eines gespriihten Schaltungsmusters. 

Fig. 1A ist eine Querschnittsansicht eines Zustands ge- 40 
maS einer Ausfuhrungsform der Erfindung, in welchem eine 
leitfahige Substanz von einer Spriiheinrichtung 12 aufge- 
spriiht wird. Fig. IB ist eine vergrGBerte Querschnittsansicht 
eines Polyamidharz-Substrates 10. Fig, 1C ist eine vergro- 
Berte Querschnittsansicht eines Zustands, in welchem ein 45 
aufgespriihter Film auf dem Poly amidharz-S ubstrat 10 aus- 
gebildet wird. Fig. 2 ist eine Querschnittsansicht eines Zu- 
stands, in welchem eine isolierende Substanz von einer 
Spriiheinrichtung 13 aufgespriiht wird. Fig. 3 ist eine Quer- 
schnittsansicht eines Zustands, in welchem eine leitfahige 50 
Substanz von der Spriiheinrichtung 12 aufgespriiht wird, um 
einen leitfahigen Abschnitt 20 auszubilden, der eine zweite 
Schicht bildet. 

GemaB den Fig. 1 bis 3 wird ein gespriihtes Schaltungs- 
muster so hergestellt daB ein Polyamidharz-Substrat 10 ein- 55 
gesetzt wird, um aLs isolierendes Substrat zu dienen. Weiter- 
hin wird eine Maskierungsplatte U vorbereitet, welche Off- 
nungen Ua aufweist die diesclben Formen haben wie ein 
vorbestimmtes Schaltungsmuster. Die SprOheinrichtung 
umfaBt die Spriiheinrichtung 12 zum Auf spriihen einer ieit- 60 
fahigen Substanz, beispielsweise Kupfer, und die Spriihein- 
richtung 13 zum Aufspriihen der isolierenden Substanz, bei- 
spielsweise Harz oder Keramik. 

Als nachstes wird ein Verfahren zur Herstellung des ge- 
spriihten Schaltungsmusters beschrieben. Wie in Fig. 1 A ge- 65 
zeigt, wird die Maskierungsplatte U auf das Polyamidharz- 
Substrat 10 aufgesetzL Die Sprtlheinrichtung 13 wird beta- 
tigt um die leitfahige Substanz aufzuspruhen. Daher werden 
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geschmolzene Metallteilchen 14, die aus der leitfahigen 
Substanz bestehen, auf die Oberflache des Polyamidharz- 
Substrates 10 durch die Offhungen 11a der Maskierungs- 
platte 11 aufgespriiht 

Dann wird die Maskierungsplatte 11 von der Oberflache 
des Polyamidharz-Substrates 10 abgenommen, so daB der 
aufgespruhte Film eng an der Oberflache des Polyamidharz- 
Substrats 10 anhaften kann, infolge der aufgespriihten, ge- 
schmolzenen Metallteilchen 14. Auf diese Weise wird ein 
leitfMhiger Abschnitt 15 einer ersten Schicht mit dem aufge- 
spriihten Film auf dem Polyamidharz-Substrat 10 ausgebil- 
det 

Dann wird, wie in Fig, 2 gezeigt ist, das isolierende Sub- 
strat durch die Sprulieinrichtung 13 auf die gesamte Oberfla- 
che des Polyamidharz-Substrates 10 aufgespriiht auf wel- 
cher der leitfahige Abschnitt 15 der ersten Schicht ausgebil- 
det wurde, Daher werden geschmolzene, isolierende Teil- 
chen 17 der isolierenden Substanz auf die Oberflache des 
Polyarnidharz-Substrats 10 aufgespriiht einschlieBlich der 
oberen Oberflache des leitfahigen Abschnitts 15. Die ge- 
schmolzenen Isolierteilchen 17, die wie voranstehend ge- 
schildert aufgespriiht wurden, fuhren dazu, daB der aufge- 
spriihte Film eng an der Oberflache des Polyarnidharz-Sub- 
strats 10 anhaftet. Auf diese Weise wird ein isolierender Ab- 
schnitt 18 einer ersten Schicht der durch den aufgespriihten 
Film gebildet wird, auf dem Polyamidharz-Substrat 10 aus- 
gebildet. 

Wenn nur der leitfahige Abschnitt 15 der ersten Schicht 
ausgebildet wird, miissen der leitfahige Abschnitt 15 der er- 
sten Schicht oder sowohl der leitfahige Abschnitt 15 der er- 
sten Schicht als auch der isolierende Abschnitt 18 der ersten 
Schicht auf dem Polyamidharz-Substrat 10 hergestellt wer- 
den. Wenn zwei oder rnehr Schichten aus leitfahigen Ab- 
schnitten hergestellt werden, wird eine Maskierungsplatte 
19 zur Ausbildung eines leitfahigen Abschnitts einer zwei- 
ten Schicht wie dies in Fig. 3 gezeigt ist auf das Polyamid- 
harz-Substrat 10 aufgesetzt, auf welchem der leitfahige Ab- 
schnitt 15 der ersten Schicht und der isolierende Abschnitt 
18 der ersten Schicht hergestellt wurden, Dann wird die 
Spriiheinrichtung 12 so betatigt daB sie die leitfahige Sub- 
stanz aufspriiht, um einen leitfahigen Abschnitt 20 einer 
zweiten Schicht auszubilden. Dann wird die isolierende 
Substanz entsprechend dem voranstehend geschilderten 
Verfahren aufgespriiht so daB ein isolierender Abschnitt 
(nicht gezeigt) der zweiten Schicht ausgebildet wird. Wenn 
der voranstehend geschilderte Vorgang wiederholt wird, 
kann eine laminierte Schaltung ausgebildet werden. 

Fig. 4 zeigt Ergebnisse eins Abtrennversuchs unter Ver- 
wendung eines Klebebands zum Messen des Haftvermogens 
des aufgespriihten Kupferfilms zwischen dem Harzsubstrat 
aus Polyamid (PA) oder einem Harzsubstrat aus Propylen 
(PP). Bei jedem Versuch wurde ein Band der Marke Scotch 
eingesetzt Wie aus dieser Figur hervorgeht ist das Haftver- 
mogen des aufgespriihten Films des wie voranstehend ge- 
schildert hergestellten, aufgespriihten Schaltungsmusters an 
dem Polyamidharz-Substrat 10 erheblich besser als bei ei- 
nem Propylen-Harzsubstrat Im allgemeinen ist die Oberfla- 
che des Harzsubstrats in Form einer rauhen Oberflache aus- 
gebildet welche mehrere Ausnehmungen 10a aufweist wie 
dies in Fig. IB gezeigt ist. Da die Ausnehmungen 10a in- 
folge der Glattung der Oberflache frei werden, die sich in- 
folge der thermischen Verformung ergibt die bei der Durch- 
fuhrung des Spriihvorgangs auftritt wird das Haftverraogen 
verringert Da das Polyamidharz-Substrat 10 einen 
Schmelzpunkt (etwa 250°C) aufweist der hoher ist als jener 
anderer Harze, wird eine Glattung der Oberflache, hervorge- 
rufen durch die mermische Verformung, die auftritt, wenn 
der Spriihvorgang durchgefiihrt wird, verhindert, wie dies in 



DE 100 07 

5 

Fig. 1C gezeigt ist. Die Ausnehmungen 10a kdnnen daher 
beibehalten werden, was zur Verbesserung eines Veranke- 
nmgseffektes fuhrt 

Wie voranstehend geschildert ist die vorliegende Erfin- 
dung so ausgebildet, daB das Polyamidharz-Substrat 10 so 5 
eingesetzt wird, daB es als das Isoliersubstrat dient Daher 
Ififit sich eine hervorragende Fbrmbarkeit des isolierenden 
Substrats erzielen, und kann eine zufriedenstellende Ge- 
wichtsverringerung erreicht werden. Da bei dem Polyamid- 
harz-Substrat 10 ein hervorragendes Haftverrnttgea des auf- 10 
gespruhten Films vorhanden ist, errnoglicht ein direktes 
Sprtihea der leitfahigen Substanz auf das Polyamidharz- 
Substrat 10, daB der leitfahige Abschnitt 15, der durch den 
leitfahigen Film gebildet wird, ausgebildet wird. Dies fuhrt 
dazu, dafi die Vorbereitung der Oberflache weggelassen 15 
werden kann. 

Bei dem Polyamidharz-Substrat 10 gemSB der vorliegen- 
den Erfindung ist ein hervorragendes Haftvermogen des auf- 
gespruhten Films vorhanden. Daher kann das Aufspruhen 
der isolierenden Substanz von einer Position oberhalb des 20 
leitfahigen Abschnitts 15 aus, der durch den leitfahigen Film 
gebildet wird, so erfolgen, daB der isolierende Abschnitt 18 
ausgebildet wird. Sowohl der leitfahige Abschnitt 15 als 
auch der isolierende Abschnitt 18 kann durch einen Spruh- 
vorgang hergestellt werden. Daher kann der Herstellungs- 25 
vorgang vereinfacht werden. Da der aufgespriihte Film aus 
verschiedenen Materialien hergestellt werden kann, kGnnen 
sowohl der leitfahige Abschnitt 15 als auch der isolierende 
Abschnitt 18 durch denselben Vorgang hergestellt werden. 

Dartiber hinaus wird der Vorgang gemaU der vorliegenden 30 
Erfindung zur Ausbildung des leitfahigen Abschnitts 15 und 
des isolierenden Abschnitts 18 wiederholt, so daB leicht eine 
laminierte Schaltung hergestellt wird. 

Da der aufgespriihte Film so verdickt werden kann, daB er 
eine Dicke von etwa 1 mm aufweist, was mehr ist als die 35 
Dicke anderer Filme, wie dies in Fig. 5 gezeigt ist, laBt sich 
der Vorteil erzielen, daB eine groBe Querschnittsflache des 
leitfahigen Abschnitts erzielt werden kann, selbst wenn 
elektrische Leitungen geringe Breiten aufweisen. So kann 
beispielsweise eine Querschnittsflache eines leitfahigen Ab- 40 
schnitts, die einer elektrischen Leitung von 1 Quadratmilli- 
meter entspricht, selbst dann erhalten werden, wenn die 
elektrische Leitung eine Breite von 1 mm aufweist 

Zwar wurde die vorliegende Erfindung unter Bezug- 
nahme auf bestimmte, bevorzugte Ausfiihrungsformen dar- 45 
gestellt und beschrieben, jedoch werden Fachleuten auf die- 
sem Gebiet angesichts der dargestellten Lehre verschiedene 
Anderungen und Modifikationen aufifallen. Derartige Ande- 
rungen und Modifikationen sollen vom Wesen und Umfang 
der Erfindung erfaBt sein, die sich aus der Gesamtheit der 50 
Anmeldeunterlagen ergeben, und von den beigefugten Pa- 
tentanspriichen umfafit sein sollen, 

Patentanspruche 

55 

1. Verfahren zur Herstellung einer gesprtlhten Schal- 
tung, die ein vorbestimmtes leitfahiges Muster auf- 
weist, mit folgenden Schritten: 

Bereitstellung eines Isoliersubstrats aus Poly ami dharz; 
Anordnen einer Maske, die Offhung mit derseiben 60 
Form wie das vorbestimmte Muster aufweist, auf dem 
Isoliersubstrat; und 

Aufspruhen von leitfahigem Material auf das maskierte 
Isoliersubstrat zur Ausbildung des leitfahigen Musters. 

2. Herstellungsverfahren nach Anspruch 1, gekenn- 65 
zeichnet durch den weiteren Schritt des Aufsprilhens 
von Isoliermaterial auf das Isoliersubstrat, auf wel- 
cbem das leitfahige Muster ausgebildet wurde, um ei- 
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nen isolierenden Abschnitt auszubilden. 

3. Herstellungsverfahren nach Anspruch 2, dadurch 
gekennzeichnet, daB der Schritt des Aufspruhens des 
leitfahigen Materials und der Schritt des Aufspruhens 
des IsoLiermaterials zumindest zweimal in Bezug auf 
denselben Abschnitt in dem Isoliersubstrat wiederholt 
werden. 

4. Gespriihte Schaltung, welche aufweist: 
ein Isoliersubstrat aus Polyarnid; und 
einen leitfalugen Abschnitt, der ein vorbestimmtes Mu- 
ster aufweist, das durch Aufspruhen von leitfahigem 
Material direkt auf das Isoliersubstrat ausgebildet wird. 

5. Gespriihte Schaltung nach Anspruch 4, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB weiterhin eine isolierende Schicht 
vorgesehen ist, die durch Aufspriihen von Isoliermate- 
rial ausgebildet wird, um so das Isoliersubstrat und den 
darauf vorgesehenen, leitfahigen Abschnitt abzudek- 
ken. 

6. Gespriihte Schaltung nach Anspruch 4, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB der leitfahige Abschnitt und die iso- 
lierende Schicht wiederholt, zumindest zweimal, auf 
denselben Abschnitt des Isoliersubstrats auflaminiert 
sind. 
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